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株式会社アルバック 
IR セミナー2025（2025 年 10 月 3 日開催） 主な質疑応答 

＜半導体製造装置＞ 
1. スパッタリングの優位性と「スパッタリング限界」の克服について 
Q: スパッタリングの優位性をご説明いただきましたが、かつて「スパッタリング限界」と言われていたものを、どのように克服さ
れたのかを教えてください。 
A:基本的にスパッタリング（以下スパッタ）は CVD や ALD のようにコンフォーマルな成膜が得意なわけではなく、高アス
ペクト比のトレンチやホールに膜をつけるのは難しい領域です。Cu B/S（バリア・シード層）はスパッタで行っていますが、
CVD でなければ対応できない領域を完全にカバーすることはできません。 
しかし近年、CVD で形成された膜には不純物（主に水素）が含まれるなどの課題があり、また成膜温度も高いため、
構造を少し変えてでもスパッタ膜を採用したいというお客様が増えています。こうしたニーズにフォーカスし、スパッタの適用
領域を広げる活動を進めています。 
 
2. スパッタリングの延命・用途拡大技術について 
Q: 以前、APPLIED MATERIALS 社がスパッタリング限界を克服するために、斜め入射やウエーハ回転などを行ってい
たと思います。こうした技術は現在も用途拡大に貢献しているのでしょうか。 
A:当社もウエーハ回転技術を保有していますが、それだけではなく、ロングスロースパッタをベースに、マグネット構造の工
夫やイオン移送の最適化を行っています。これにより、かなりコンフォーマルな成膜が可能になっています。こうした技術が、
スパッタリング限界を克服する要素の一つとなっています。 
 
3. 競争状況と今後の見通しについて 
Q: メタル・ハード・マスク（以下 MHM）・表面処理装置・XPS の競争状況と今後の見通しについて教えてください。 
A: 
【MHM】 
当社は世界全体の PVD 成膜工程市場においてはまだシェアが小さいですが、最先端顧客市場にフォーカスしており、技
術や生産性で先導する主要メーカーとの取引が増えています。そのため、全体シェアは低いものの、重点領域でのシェア
は着実に上昇しています。 
依然として競合他社は強力ですが、当社は価格競争に陥るのではなく、技術力・商品価値を高め、プライシング戦略で
真っ当に競ってまいります。 
【表面処理装置】 
従来はデスカム・デスミア工程向けアッシング装置をファウンダリー・OSAT 関連で利用されてきましたが、この技術をベース
に、ハイブリッドボンディングやパネルレベル実装などへの応用が進んでいます。これにより、ビジネスチャンスが拡大し、装置
の適用範囲を広げていきます。 
【XPS】 
分析機器分野（ラボ仕様）では R&D 用途でトップシェアを有しています。一方、ファブ（生産ライン）用途のインライン
検査装置では、イスラエルの NOVA 社が独占的地位を持っており、当社にとってはチャレンジ領域です。 
ただし、当社の分析機器は「未知のものを可視化する」幅広い検知能力が強みであり、これを活かしてインライン分野へ
の展開を進めてまいります。 
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4. メモリ分野での新規 POR 獲得について 
Q: メモリ分野での新規 POR（Process of Record）について、具体的な進捗を教えてください。 
A:お客様名は控えますが、従来未採用だった顧客から新しい工程としてアルミ系のプロセス（トップ配線や RDL）で新
規採用が進みました。 
また、NAND でもタングステン系の配線工程で新たに POR を獲得しています。 
Cu については、既に量産で採用しているメモリ顧客もあり、さらに 2～3 社での採用拡大に向け最終評価段階に入って
います。ロジック分野でも同様の段階です。 
 
5. POR 目標の進捗状況について 
Q: POR 目標に向けての進捗状況を教えてください。 
A:25 年 6 月期時点では一部苦戦もありましたが、現在は計画どおり成果を出しており、重要顧客での POR 増加目
標に向けて着実に進んでいます。 
 
6. 資料 6 ページの図表 
Q: 25 年 6 月期のロジック出荷が減少しているように見えますが、POR 獲得は順調のようです。この背景を教えてくださ
い。 
A:POR は伸びているものの、北米顧客の投資延期や期ずれの影響で出荷が一時的に減少しました。北米の減少分を
中国レガシーノード向けで一部補いましたが、完全にはカバーできませんでした。 
ただし、全体的には上向き基調であり、今後は成長カーブどおりに回復していく見通しです。 
 
7. 26 年 6 月期以降の見通しと ENTRON プラットフォームの寄与時期 
Q: 今後の成長は顧客投資増によるものか、新規 POR によるものか。また、ENTRON-EXX の寄与時期はいつ頃でし
ょうか。 
A:顧客投資回復に加え、新規顧客の獲得や成熟ロジックでの POR 増加も寄与します。 
ENTRON-EXX については、顧客のライン切り替えやプロセス変更のタイミングに合わせて展開を進めており、できるだけ
早期展開を目指しています。 
 
8. 前工程における戦略と APPLIED MATERIALS 社との競合について 
Q: Imec 参画により N+2 プロセスの情報を得られるようになったとのことですが、APPLIED MATERIALS 社とようやく
同じ土俵に立った段階でしょうか。また、競合戦略を教えてください。 
A:以前から最先端顧客と共同開発を行い N+2 領域にも対応していましたが、Imec 参画により汎用技術動向と顧客
ロードマップの両方を把握できるようになり、開発精度が向上しました。 
競合は主に APPLIED MATERIALS 社ですが、中国市場では N 社も存在します。当社は価格競争ではなく、技術
差別化領域で勝負します。TiN MHM を基盤に、a-Si など新たな成功事例の創出を目指しています。 
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＜電子機器製造装置＞ 
9. ハイブリッドボンディング（D to W・W to W）の注力理由と見通し 
Q: W to W のほうが量産化が早いと思いますが、D2W に注力されている理由は何でしょうか。また、量産時期と売上
規模感を教えてください。 
A:W to W も対応していますが、当社の強みを最大化できるのは D to W 領域です。特にダイシングフレーム搬送技術
に優位性があり、付加価値の高いプライシングが可能です。 
D to W 量産の立ち上がりは約 2 年後を見込んでいます。 
 
10. ハイブリッドボンディング市場での競合 
Q: D to W では BESI 社が強く、前処理で APPLIED MATERIALS 社と提携しています。御社が参入する際、囲い
込みに阻まれる可能性はありませんか。 
A:単独での参入は難しいため、前後工程を含めたソリューションとして他社と連携する方向で検討を進めています。すで
に複数ユーザーで前向きな反応を得ています。 

 

＜表面分析装置＞ 
11. 半導体インライン検査分野への参入に向けた課題と戦略 
Q: 27 年 6 月期までに製品化を目指すとのことですが、既存のメジャープレイヤーを超えるために必要な要素は何でしょ
うか。 
A:XPS は汎用性の高い技術を持っています。すでにプロトタイプを完成させ、顧客デモを実施中で、現在は共同開発・
共同評価段階に入っています。 
また、ULVAC グループ内には半導体ラインに関する知見が蓄積されており、グループ内シナジーを活かして展開を進めて
います。 
 
12. XPS の競合状況 
Q: 競合として NOVA 社以外に、リガク社やサーモ社なども半導体インライン検査装置でメジャーだと思いますが、違い
はありますか。 
A:リガク社の XRF は比較的厚い領域を対象としています。 
一方、当社の XPS は 5nm 程度の極めて浅い領域を解析対象とするため、先端領域に特化しています。 

以上 


